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 半導体技術の進歩に伴い、 LSI の大規模化・高速化がますます進行しその
設計が複雑化する一方、 LSI を組込んだ製品のライフサイクル短縮に伴い、

































て 回 路 を 分 割 し 、 あ る 部 分 を ソ フ ト ウ エ ア で 、 残 り を FPGA(Fie ld  







ており、さらに、携帯電話や DVD レコーダー用 LSI 製品の検証に適用され
3～ 4 ヶ月の開発期間短縮を実現している。これらのことから、本手法の有効
性を高く評価することができる。  








































500MHz、 100M ゲートのコンピュータ向け LSI を使った評価では、提案手
法により、従来 3 ヶ月程度必要であったタイミング設計が約 1 日に短縮され、
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